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1、 行业
工信部：将出台2025年全国减轻企业负担工作实施方案
 3月31日，国务院办公厅日前印发《关于建立健全涉企收费长效监管机制的指导意见》。国家发展改革委价格司司长牛育斌表示，通过相关制度安排，形成常态化、长效化治理机制，有利于全面规范涉企收费行为，有效遏制违规收费现象，切实减轻企业负担，激发企业的内生动力和市场活力；有利于进一步规范涉企收费秩序，打破因不合理收费造成的行业壁垒，使各类企业在相同的规则和环境下公平参与市场竞争。(新华社)

国家数据局：持续推进算力基础设施建设
 3月31日，国新办就第八届数字中国建设峰会有关情况举行发布会，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏表示，持续推进算力基础设施建设。算力是人工智能发展的基石。过去一年，国家数据局会同国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局等有关部门，大力实施“东数西算”工程，加快推进全国一体化算力网建设，协调推进算力建设与能源设施协同布局。今年底，我们要实现60%以上新增算力在国家枢纽节点集聚，新建大型数据中心使用绿电占比超过80%。（证券时报）

工信部：将研究出台促进数字产业高质量发展的文件
3月31日，工业和信息化部信息技术发展司司长王彦青在国新办今日就第八届数字中国建设峰会有关情况举行发布会上表示：将研究出台促进数字产业高质量发展的文件，下一步，我们将进一步协同各地区、各部门研究出台促进数字产业高质量发展的文件。将聚焦人工智能、关键软件等重点领域 培育一批创新成果转化平台。(财联社)
2、 市场
DeepSeek月访问量超ChatGPT
3月31日，据AI分析平台aitools.xyz数据，DeepSeek已经成为全球增长最快的AI工具，其每月新增网站访问量已经超过OpenAI的ChatGPT。报告称，DeepSeek2025年2月访问量达到5.25亿次，超过ChatGPT5亿次。目前，DeepSeek市场份额6.58%，仅次于ChatGPT和Canva，二者分别占比43.16%和8.27%。(金融界)

2025行业技术指数新发现：66%中国企业称AI助力工厂运营
3月29日，TE Connectivity（下称“TE”）2025 年行业技术指数揭示了在行业格局变迁中，企业如何定义创新、AI 和可持续发展。报告显示，AI已在全球企业中被普遍使用，但不同国家AI采用率存在差异。在中国，60%的企业已经使用AI超过三年，是全球平均值的1.5倍，美国的6.7倍。具体应用方面，66%的中国企业认为工厂运营部门采用AI后受益最大，40%将能否提高产品或制造工艺的能效视为衡量AI成功的关键指标。（第一财经 ）

工信部：1-2月规上电子信息制造业增加值同比增长10.6%
4月2日，据“工信微报”微信公众号消息，工业和信息化部4月1日发布2025年1-2月电子信息制造业运行情况。1-2月，我国电子信息制造业生产增长较快，出口持续回升，效益有所下滑，投资增速小幅回落，行业整体发展态势良好。1-2月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高4.7个和1.5个百分点。（工信微报）


3、 企业
日经：格芯或与联电合并，对抗成熟制程竞争
4月1日，据《日经亚洲评论》获悉，美国晶圆代工厂商格芯（GlobalFoundries）与台湾第二大芯片制造商联华电子股份有限公司（United Microelectronics Corp.，简称 "联电"）正在探讨合并可能性。日经报道认为，此举正值是美国试图抵御中国在成熟制程芯片领域日益增长的竞争压力。根据《日经亚洲评论》看到的一份评估方案，格芯与联电的合并将创建一家更大的、以美国为基地的公司，其生产网络覆盖亚洲、美国和欧洲。该方案指出，合并目标是打造一家具备经济规模的企业，确保在美国与中国台湾地区关系紧张、且中国大陆本土芯片产能不断扩大的背景下，美国仍能保障成熟制程芯片的供应。（日经亚洲评论）

日本加码扶植Rapidus：力求先进芯片国产化
4月1日，日本经济产业省宣布，将向芯片制造商Rapidus追加最高8025亿日元（约合388.71亿元人民币）的额外补贴，以支持其先进半导体制造项目。至此，日本政府对Rapidus的累计支持金额将达到约1.72万亿日元（约合833.13亿元人民币）。此次追加的8025亿日元中，6755亿日元将用于支持芯片制造的前道工序环节，另外1270亿日元将用于支持包括芯片封装和测试在内的后道工序环节。(界面新闻)

迅捷兴获得发明专利授权：“阶梯电路板镀金压合结构制作方法”
 4月2日，证券之星消息，根据天眼查APP数据显示迅捷兴新获得一项发明专利授权，专利名为“阶梯电路板镀金压合结构制作方法”，专利申请号为CN202211287372.8，授权日为2025年4月1日。专利摘要：本发明提供了一种阶梯电路板镀金压合结构制作方法，包括：使用内层镀软金、贴茶色胶、阶梯空腔处流胶的控制、揭盖度比较小、质地柔软，且等步骤。本发明在阶梯电路板的内层镀软金，而镀软金的硬软金的纯度高，因此，提高了焊接的可靠性，可防止客户上元器件后脱落的风险，有利于确保元器件在恶劣环境中不出意外。（证券之星）

胜宏科技：泰国胜宏项目已完成收购越南胜宏项目预计2026年10月投运
 4月1日，胜宏科技表示，公司已于2024年9月30日完成对泰国胜宏的收购，目前在泰国拥有成熟的生产设施、业务资格和专业团队；越南胜宏项目正在建设中，预计2026年10月正式投运。泰国项目计划年产能150万平方米服务器、交换机等领域用高多层PCB产品，越南项目计划年产能15万平方米人工智能用高阶HDI产品，这将进一步扩大公司产能，满足客户对高端PCB产品的海外交付需求。（证券之星）

景旺电子：江西基地三期于2024年投产
4月1日，景旺电子表示，景旺江西基地一期于2014年投产、二期于2018年投产、三期于2024年投产，产能利用率均处于较高水平。公司项目建设采用边建设边投产的方式，会结合现有的产能需求情况、客户导入进展动态调整项目建设实施进度。公司专注自身经营管理，通过推动数字化管理、智能工厂建设提升生产效率，持续投入研发创新增加产品附加值，为客户提供最优的品质和一站式的全产品解决方案是公司的长期奋斗目标。（WIND）

崇达技术：目前整体产能利用率87%左右，产能稼动率处于良好水平
4月1日，崇达技术在互动平台表示，公司目前整体产能利用率87%左右，产能稼动率处于良好水平。珠海崇达二期项目中的珠海二厂已于2024年6月试产，新增高多层PCB板产能6万平米/月，主要应用于服务器等领域。珠海三厂基建工程已完成，后续将根据公司整体规划和市场需求适时启动生产。珠海新工厂的投产将有助于提升公司在高端PCB产品领域的产能规模，公司将继续提升珠海工厂的产能提升速度。（证券时报）

沪电股份：拟投资设立全资污水处理子公司，项目总投资预计不超过1.5亿元
   4月1日，香港万得通讯社报道，沪电股份公告称，为持续深化绿色制造实践，进一步改善区域水环境质量，公司拟投资设立全资污水处理子公司，建设运营日处理量不超过1.5万吨的污水处理厂，项目总投资预计不超过1.5亿元人民币。该投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（香港万得通讯社）

中富电路泰国子公司开业
 4月2日，中富电路泰国子公司——聚辰电子（泰国）有限公司（WTT Electronics Co., LTD）在泰中罗勇工业园举行开业仪式。据中富电路此前公告，公司泰国工厂预计总投资5亿元，将在泰中罗勇工业区建设年产100万平方米的PCB生产基地，产品将主要应用于通信、汽车、工控、医疗及消费电子等领域。项目于2023年7月19日正式奠基，经过稳步推进，如今顺利投产，未来有望为东南亚及全球客户提供高品质PCB产品与服务。（WIND）

胜宏科技（越南）有限公司奠基
 3月30日，胜宏科技（越南）有限公司奠基仪式在越南北宁省VSIP二期工业园隆重举行。公司位于越南北宁省VSIP二期工业园，项目分两期完成，第一期（2024—2026年）共投资2.6亿美元，第二期（2027—2030年）共投资2.6亿美元，计划总投资5.2亿美元，主要生产高端多层、高阶HDI，预计产值10亿美元。（证券时报）
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